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轮廓轮廓
 MSP430介绍
 MSP430F6638介绍
 FFTB全功能板卡硬件设计



1MSP430介绍1MSP430介绍
 什么是MSP430?
● 超低功率 16 位 RISC 混合信号处理器的 MSP430 产品系列

● 为电池供电测量应用提供了最终解决方案

● 使系统设计人员能够在保持独一无二的低功率的同时同步连
接至模拟信号、传感器和数字组件

典型应用包括实用计量 便携式仪表 智能传感和消费类电● 典型应用包括实用计量、便携式仪表、智能传感和消费类电
子产品



1MSP430介绍1MSP430介绍
MSP430主要特性：可被纳入世界上功耗最低的微处理器
系列系列

● MSP430 可提供 200 多种超低功耗微处理器器件

每个器件都具有灵活的时钟系统 启用了多达 7 种低功率模● 每个器件都具有灵活的时钟系统，启用了多达 7 种低功率模
式 (LPM)，可提高优化性能

● 如果配以低于 1us 的即时唤醒时间以及各种中断源 MSP430● 如果配以低于 1us 的即时唤醒时间以及各种中断源，MSP430
可确保应用仅使用手动执行任务时所需的相应时钟和外设



1MSP430介绍1MSP430介绍
 MSP430主要特性：超低功耗度量标准
●各种低功耗工作模式

---超低功耗工作模式：最低 120 µA/MHz @ 2.2V
待机模式 具有自我唤醒功能 保持模式---待机模式，具有自我唤醒功能、RAM 保持模式

(LPM3)：最低 0.7µA @ 2.2V
---待机模式，具有自我唤醒功能 (LPM4)：最低低于

100nA @ 2.2V
---停机模式，具有 RAM 保持模式 (LPM3.5)：最低低于

100nA @ 2.2V100nA @ 2.2V
●低功率模式下低于 1us 的即时唤醒时间
●始终接通的零功耗掉电复位



1MSP430介绍1MSP430介绍
MSP430主要特性：高性能 16 位架构

●采用冯诺依曼架构，通过通用存储器地址总线 (MAB) 和存储
器数据总线 (MDB) 将 16 位 RISC CPU、多种外设和灵活的时
钟系统进行完美结合钟系统进行完美结合

● MSP430 通过将先进的 CPU 与模块化内存映像模数外设相结
合，为当今和未来的混合信号应用提供了解决方案



1MSP430介绍1MSP430介绍
MSP430架构



1MSP430介绍1MSP430介绍
特点总结
● 集成度: 可以在一个单芯片上可以实现一整套设计；

● 成本: 通常是低成本设备成本: 通常是低成本设备

● 时钟频率: 和其他设备（如微处理器和DSP）比起来，微控制
器（MCUs）采用更低的时钟频率：MCUs通常可以跑到100 
MHz/100 MIPS （每秒百万条指令数）MHz/100 MIPS （每秒百万条指令数）

● 功耗：低功耗 （电池供电）；

● 位数：4位（老设备）到32位设备；

● 内存: 有限的可用内存，通常小于1M字节；

● 输入/输出（I/O）：8到150个输出引脚



1MSP430介绍1MSP430介绍
特点总结
●低功耗；

●低操作电压（从1.8V到3.6V）；

● < 1 s的时钟启动时间；

50 A的端口漏电流● < 50 nA的端口漏电流；

●零功耗的掉电复位（BOR）；



1MSP430介绍1MSP430介绍
特点总结：片上模拟特点

●10/12/16位模数转换器(ADC);
12位双通道数模转换器(DAC);● 12位双通道数模转换器(DAC);

●比较器——门控定时器(gated timers);
●运算放大器 (Op Amps);●运算放大器 (Op Amps);
●电源电压监控器 (SVS).



1MSP430介绍1MSP430介绍
特点总结：灵活性

●高达256kByte的Flash;
●高达100个引脚;

USART I2C Timers;●USART, I2C, Timers;
●LCD驱动;
●嵌入式仿真;●嵌入式仿真;
●多种外设模块……



1MSP430介绍1MSP430介绍
特点总结：微控制器性能

●在位、字节和字上的指令处理；
●精简指令集;

编译效率;●编译效率;
●广泛的外设;
●灵活的时钟系统;●灵活的时钟系统;



1MSP430介绍1MSP430介绍
MSP430应用

 官方链接：
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/microcontroll
er/16-bit_msp430/overview.page



1MSP430介绍1MSP430介绍
参考资料轮廓



1MSP430介绍1MSP430介绍
MSP430系列



2MSP430F66382MSP430F6638
框图



2MSP430F66382MSP430F6638
 说明
● MSP430F663x 是微控制器系列产品，配置有一个高性能12

位模数 （A/D ）转换器，比较器，2个通用串行通信接
口 （USCI） USB 2 0 硬件乘法器 DMA 4个16位计时器口 （USCI），USB 2.0，硬件乘法器，DMA，4个16位计时器，
具有报警功能的实时时钟模块，LCD驱动器和多达74 I/O引脚。

●这款设备的典型应用包括模拟和数字传感器系统，数字电机控
制，遥控，恒温器，数字时钟，手持仪表等



2MSP430F66382MSP430F6638
 特性
● 低电源电压范围: 1.8 V 至3.6 V
● 超低功耗

– 激活模式(AM):激活模式(AM):
所有系统时钟处于激活状态:
270 µA/MHz ，在8 MHz, 3.0 V,  闪存程序执行 (典型值) 

– 待机模式(LPM3): 
采用晶体的安全装置, 和电源监控器操作, 完全RAM保持, 快速唤醒:
1 8 µA 在2 2 V 2 1 µA 在3 0 V (典型值)1.8 µA 在2.2 V, 2.1 µA 在3.0 V (典型值)

– 关机 RTC 模式(LPM3.5):                                   
关机模式, 含晶体的运行实时时钟:
1.1 µA 在3.0 V (典型值)                                  

– 关机模式(LPM4.5):                                 
0 3 A 在3 0 V (典型值)0.3 µA 在3.0 V (典型值)



2MSP430F66382MSP430F6638
 特性
● 在3 µs (典型值) 内从待机模式唤醒
● 16 位 RISC 架构, 扩展内存，高达20-MHz 系统时钟
● 灵活电源管理系统● 灵活电源管理系统

– 含有可编程管理核心电源电压的完全集成LDO                                         
– 电源电压管理、监控和暂时限电

● 单一时钟系统
– FLL 控制环路用于频率稳定

低功耗/低频内部时钟源(VLO)– 低功耗/低频内部时钟源(VLO)
– 低频修整内部参照源(REFO)
– 32-kHz 晶体(XT1)
– 高达32 MHz (XT2)的高频晶体

● 四个具有3,5,或者7个捕捉/ 比较寄存器的16位定时器



2MSP430F66382MSP430F6638
 特性
● 2个通用串行通信接口

– USCI_A0 和USCI_A1 各支持
增强型UART 支持自动波特率检测– 增强型UART 支持自动波特率检测

– IrDA 编码器和解码器
– 同步SPI 

– USCI_B0 和USCI_B1各支持
– I IC

同步SPI– 同步SPI 
● 全速通用串行总线(USB) 

– 集成USB-PHY 
– 集成3.3-V/1.8-V USB 电源系统
– 集成USB-PLL 

8 个输入 8 个输出端点– 8 个输入，8 个输出端点



2MSP430F66382MSP430F6638
 特性
● 具有内部共享基准、采样与保持以及自动扫描特性的12位模数(A/D)

转换器
● 具有同步功能的双通道 12 位数模(D/A) 转换器具有同步功能的双通道 位数模( / ) 转换器
● 电压比较器
● 具有对多达160图块进行对比度控制的集成LCD驱

硬件乘法器支持32 位运算● 硬件乘法器支持32 位运算
● 串行板上编程，无需从外部进行电压编程
● 6 通道内部DMA6 通道内部DMA 
● 具有电源电压备份开关的实时时钟模块



3硬件设计3硬件设计
 功能列表



3硬件设计3硬件设计
 电源



3硬件设计3硬件设计
 模拟开关



3硬件设计3硬件设计
 模拟开关



3硬件设计3硬件设计
 LED



3硬件设计3硬件设计
 用户独立按键



3硬件设计3硬件设计
 8位数码管与矩阵键盘



3硬件设计3硬件设计
 段式LCD



3硬件设计3硬件设计
 TFT LCD



3硬件设计3硬件设计
 电容式触摸



3硬件设计3硬件设计
 ADDA示例-电位器麦克风喇叭设计



3硬件设计3硬件设计
串行异步通讯设计（232&485&IrDA）



3硬件设计3硬件设计
串行外设接口设计（LCD&SD&无线模块）



3硬件设计3硬件设计
通讯串行IIC设计(数字温度传感器)



3硬件设计3硬件设计
 BP模块示例-步进电机与直流电机



3硬件设计3硬件设计
 BP模块示例-温湿度测量



3硬件设计3硬件设计
调试仿真接口及USB接口


